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Zakres stosowania

m Do zastosowan wewnetrznych
i zewnetrznych.

® Do posadzek i Scian.

m Jako warstwa uszczelniajgca (hydro-
i paroizolacja) oraz oddylatowujgca
oktadziny ptytkowe (ceramiczne,
kamienne, szklane) od:

- mineralnych podtozy zarysowanych,

- podfozy mieszanych (np. jastrych
/ deska drewniana / ptytka
ceramiczna),

- podfozy drewnianych, podlegaja-
cych stabym drganiom.

m Jako uszczelnienie podptyt-
kowe na posadzkach betono-
wych, jastrychach cementowych

Witasciwosci produktu

m Skutecznie oddylatowuje okta-
dzine ptytkowa od naprezen
powstajacych w podtozu.

m Skutecznie mostkuje zaréwno rysy
zastane, jak i wtorne — powstate juz
po przyklejeniu okfadziny.

m Posiada wysokg wytrzymatos$é
na rozerwanie.

= Odporna na alkalia.

i anhydrytowych, tynkach cemento-
wych, wapienno-cementowych i gip-
sowych, ptytach kartonowo-gipso-
wych i gipsowo-wtoknowych oraz
dylach gipsowych w pomieszcze-
niach mokrych (tazienki, umywal-
nie, natryski taznie wodne i parowe),
w basenach ptywackich, zbiornikach
wody, na balkonach i tarasach.

= Do budynkéw mieszkalnych, obiek-
téw uzytecznosci publicznej, w prze-
mysle spozywczym i chemicznym.

® Wodoszczelna, chroni podtoza
wrazliwe na wilgoc.
= W poréwnaniu z uszczelnieniami

ptynnymi pozwala na przyspiesze-

nie procesu wyklejenia oktadziny.
u Paroizolacyjna.
m Produkt ekologiczny — niska emi-
syjnos¢ substancji szkodliwych:
EMICODE EC 1 PLUS R.

Fur Bau-Profis

Za pomocg PCI Pecilastic® W mozna w szybki
niezawodny sposob uszczelnié podtoza wrazliwe
na wilgog.
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Dane techniczne

Baza materiatowa
Wodoszczelnosé
Kolor

Roéwnowazna pod wzgledem parosz-
czelnosci grubos¢ warstwy powie-
trza s,

Trwatos¢ sktadowania
Skfadowanie

Opakowanie
Temperatura aplikacji i podtoza
Odpornos¢ termiczna

Przygotowanie podtoza

m Podtoze powinno by¢ réwne, zwarte,
nosne i czyste, tj. pozbawione wszel-
kich substancji zmniejszajgcych
przyczepnose.

= Do wyrownywania posadzek zaleca
sie uzycie masy poziomujgcej
PCI Pericem®. Do réwnania $cian
i do punktowego rownania posadzek
mozna uzy¢ mas szpachlowych PCI
Pericret®, PCI Pericem® Tixo, PCI
Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC
lub PCI Barrafill® 305.

m Silnie chtonne podfoza cementowe
nalezy zagruntowac srodkiem PCI
Gisogrund® w rozcienczeniu 1:1 lub
1:2 z wodg albo PCI Gisogrund® OP
w rozcienczeniu 1:1 z woda.

m Podtoza gipsowe (tynki gipsowe,
jastrychy anhydrytowe, ptyty

Sposoéb uzycia

1 Roztozy¢ mate PCI Pecilastic® W

na podtozu i odcig¢ nozyczkami
potrzebne odcinki.

2 Na przygotowane podtoze nanie$¢ za
pomocg pacy zebatej 4 mm lub 6 mm
elastyczng zaprawe klejaca PCI.

3 Na tak przygotowanym podtozu roz-
tozy¢ obok siebie wyciete odcinki

24 miesigce
skfadowac w miejscu suchym, nie sktadowac dtugotrwale w temperaturze ponad
+30°C
rolka 30 m, szerokos$¢ 1 m, grubos¢ maty ok. 0,5 mm, nr art. / EAN 3242/8
+5°C do +30°C
-20°C do +80°C

kartonowo-gipsowe i gipsowo-wiok-
nowe) zagruntowac nie rozcienczo-
nym $rodkiem PCI Gisogrund® lub
PCI Gisogrund® OP.

m Podtoza niechtonne (np. stare farby
olejne, stare oktadziny ptytkowe,
lastryko, ptyty OSB, metal, PVC)
nalezy zagruntowac¢ srodkiem PCI
Gisogrund® 404.

m Podtoza drewniane i z materiatow
drewnopochodnych gruntowac srod-
kiem PCI Wadian®.

= Maksymalna dopuszczalna wilgot-
nos¢ szczatkowa, mierzona metodg
CM, powinna wynosic¢ dla:

- podtozy cementowych: 4%;
- dla podtozy gipsowych: 0,5%.

= Minimalny wiek nowych podtozy
mineralnych:

maty PCI Pecilastic® W z zaktadem 5
do 10 cm.

4 Przykleja¢ kolejno odcinka maty

i dociskac je paca lub watkiem gumo-
wym. Styki skleja¢ izolacjg mineralng
PCI Seccoral®.

5 W dylatacjach i narozach naklei¢
na macie PCI Pecilastic® W przy

folia polietylenowa laminowana obustronnie wiokning
do 4 m stupa wody
niebieski
ok. 80 m

- jastrych PCI Novoment® M1 plus:
ok. 24 godziny;

- jastrych PCI Novoment® Z3:
ok. 3 dni;

- tfradycyjna posadzka cementowa:
ok. 28 dni;

- tfradycyjne tynki cementowe:
ok. 28 dni;

- beton: ok. 3 miesigce.

m Stare wyktadziny posadzkowe (PVC,
dywanowe, linoleum itp.) nie nadaja
sie jako podfoze i muszg by¢ catko-
wicie usuniete. Nalezy takze usungé
resztki klejow do tych wyktadzin.

= Mocno przyklejone parkiety
mozna pozostawic, przeszlifowac,
odpyli¢ i zagruntowac $rodkiem
PCI Gisogrund® 404 w rozcienczeniu
1:1 z woda.

uzyciu izolacji PCI Seccoral® tasmy PCI
Pecitape®.

6 Po utwardzeniu zaprawy klejacej pod
matg mozna przystgpi¢ do wykleja-

nia na niej oktadzin ptytkowych, stosu-
jac odpowiednie do rodzaju oktadziny

i warunkow jej eksploataciji elastyczne
zaprawy klejace i spoinowe PCI.
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Styki maty sklei¢ izolacja mineralng PCI Seccoral®

Po utwardzeniu zaprawy klejacej pod mata PClI
Pecilastic® W mozna wykleja¢ na niej oktadziny
ptytkowe.

Zalecenia i uwagi

m PCI Pecilastic® nie nadaje sie
do mostkowania szczelin dylatacyj-
nych. Nalezy je przenies¢ w oktadzi-
nie ptytkowej w sposob pokrywajgcy
sie z ich przebiegiem w podtozu.

Utylizacja odpadow

Doktadnie opréznione opakowania po
produktach PCI oraz pozostate, nie
wykorzystane resztki produktéw nalezy
usuwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W ramach czasu otwartego zaprawy klejacej
przyklei¢ kolejny odcinek maty.

m Przejscia rurowe i odptywy podto-
gowe nalezy uszczelnia¢ za pomocg
mankietow PCI Pecitape® przykleja-
nych na macie PCI Pecilastic® W izo-
lacjg mineralng PCI Seccoral ®.

Docisna¢ przyklejong mate paca lub watkiem.

= W przypadku przewidywanego
obcigzenia chemicznego okfadziny,
styki maty nalezy sklei¢ izolacjg poli-
uretanowg PCI Apoflex® lub zaprawg
epoksydowg PCI Durapox® NT plus.
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Serwis dla projektantéw

W sprawie doradztwa obiektowego

i dodatkowych informaciji nalezy zwra-
cac sie do regionalnych doradcéw
techniczno-handlowych PCI.

Przedstawicielstwo i dystrybucja
w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.0.

Dziat Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Srem

telefon 616366300

faks 6163663 14
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogodine
wytyczne stosowania produktéw. Rzeczywiste
warunki aplikacji na budowach moga odbiegac
od informacji zawartych w niniejszej karcie
technicznej. Z tego wzgledu Uzytkownik jest
zobowigzany do dokonania sprawdzenia
mozliwoéci aplikacyjnych produktu w innych
warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagan nalezy zasiggna¢
naszej porady technicznej.

Za niepetne i niewtasciwe dane w naszych
kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie
razacego zawinienia (dziatania umysinego lub
razacego niedbalstwa); powyzsze nie dotyczy
ewentualnych roszczen z tytutu ogélnych
przepiséw o odpowiedzialnosci za produkt.
Wydanie niniejsze traci aktualno$¢ z ukazaniem
sig nowego wydania karty technicznej.

Wydanie grudzien 2015.



